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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEl.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans les documents ci-dessous:

¢ Bulletin de la CEI

* Annuaire de la CEI
Publié annuellement

* Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis a jour régulierement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechniquge

Symboles graphi<:>s
Pour les symboles graphidque

- la CEI
schémas;

graphiques pour

et pour les appareils électromédicaux,

— la CElI 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEIl 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumerent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and fr the following IEC
sources:

* |EC Bulletin
* |EC Yearbook

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— |EC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrams;
and for medical electrical equipment,

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
Essais mécaniques et climatiques

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions d walisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres actj
Internatlonales Leur elaboratlon est confiée a des comités detudes aux tr

non gouvernementales, en liaison avec la CEl, part|C|pent également a y . gollabore

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les q eprésentent, dans la

3) Les documents produits se présentent sous la forme de(recgmmandati i i . lls sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agré )

4)  Dans le but d'encourager I'unification inté i & i uxAde la CEIl s'engagent & appliquer
de facon transparente, dans toute la mesuxe po internafionales de la CEIl dans leurs normes

5) La CEl n'a fixé aucune

6) L’attention est attirée sur leMait g ins élémenty de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de iéteN\i ¢ its analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de pa entifié its de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La présente norme
semiconducteurs.

le comité d'études 47 de la CEIl: Dispositifs a

Cette deuxieme édif ‘ at remplace la premiére édition parue en 1984, 'amendement 1

(1991) et | : ; elle constitue une révision technique.
Le texte norme est issu de la premiére édition, de I'amendement 1, de
I'amendement 2~et desydocuments suivants:

FDIS Rapport de vote

47/1394/FDIS 47/1402/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti & I'approbation de cette norme.

L’annexe A fait partie intégrante de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
Mechanical and climatic test methods

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The ebject of the IEC is to
promote international co-operation on all questions concerning standardization in the¢ electrisal and electronic
fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes Inj&rivati | Standards. Their
preparation is entrusted to technical committees; any IEC National CommitteeA ad i X

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical

3) The documents produced have the form of recommend

sense.

4) In order to promote international unification
Standards transparently to the maximu their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding hational or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no ma
equipment declared to

g elements of this International Standard may be the
esponsible for identifying any or all such patent rights.

eplaces the first edition published in 1984, amendment 1
it constitutes a technical revision.

the following™documents:

FDIS Report on voting

47/1394/FDIS 47/1402/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annex A forms an integral part of this standard.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS —
Essais mécaniques et climatiques

CHAPITRE 1: GENERALITES

1 Domaine d’application et objet

La présente Norme internationale donne la liste des méthodes d’essais applicables aux
dispositifs a semiconducteurs (dispositifs discrets et circuits intégrés), parmi lesquelles on peut
effectuer un choix. Toutefois, des méthodes d’essais supplémentdires\ peuvent étre
nécessaires pour les dispositifs n'ayant pas de cavité interne.

NOTE — Un dISpOSItIf n'ayant pas de cavité |nterne est un dISpOSItIf dans leque

laissé au cours de sa fabrication.

Cette norme a tenu compte, dans la mesure du possible, defa

Au cas ou il y aurait contradiction e
derniére prévaudrait.

2 Références normatives

qui y est faite,
moment de la p'
sujet a révision etNgs g

invitées a recherchg
normatifs indiqués i
Normes internatj

npliquer les éditions les plus récentes des documents
bres de la CEIl et de I'ISO possédent le registre des

CEl 68-2-3: 19 ssals d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Ca: Essai continu de
chaleur humide

CEl 68-2-6: 1995, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Fc: Vibrations
(sinusoidales)

CEIl 68-2-7: 1983, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Ga et guide: Accélération
constante

CEIl 68-2-11: 1981, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Ka: Brouillard salin

CEIl 68-2-13: 1983, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai M: Basse pression
atmosphérique

CEl 68-2-14: 1984, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai N: Variations de
température
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
Mechanical and climatic test methods

CHAPTER 1: GENERAL

1 Scope and object

This International Standard lists test methods applicable to semiconductor devices (discrete
devices and integrated circuits) from which a selection may be made. Ho additional test
methods may be required for non-cavity devices.

govern.
2 Normative references

indicated were valid.
agreements based on

of applying the @
IEC and ISO mairig

are encouraged to investigate the possibility
mative documents indicated below. Members of

IEC 68-2-7: 1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ga and guidance: Acceleration,
steady state

IEC 68-2-11: 1981, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ka: Salt mist
IEC 68-2-13: 1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test M: Low air pressure

IEC 68-2-14: 1984, Environmental testing — Part 2: Tests — Test N: Change of temperature
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CEIl 68-2-17: 1994, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essal Q: Etanchéité
CEIl 68-2-20: 1979, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai T: Soudure

CEl 68-2-21: 1983, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai U: Robustesse des
sorties et des dispositifs de fixation

CEIl 68-2-45: 1980, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai XA et guide: Immersion
dans les solvants de nettoyage

CEIl 68-2-47: 1982, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Fixation de composants,
matériels et autres articles pour essais dynamiques tels que chocs (Ea), secousses (Eb),
vibrations (Fc et Fd) et accélération constante (Ga) et guide

CEl 68-2-48: 1982, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — k ation des

Essai au braleur-aiguille

CEl 747-1: 1983, Dispositifs a semicorducte
Premiere partie: Généralités

CEl 748-1: 1984, Dispositifs a se ircuits intégrés — Premiére partie:

Généralités

Sauf sp
les conditi

CEl 68-1:
température: comprise entre 15 °C et 35 °C;
humidité relative: comprise entre 45 % et 75 %, s’il y a lieu;

pression atmosphérique: comprise entre 86 kPa et 106 kPa (860 mbar et 1060 mbar).

Mais toutes les mesures électriques et les reprises suivies de mesures doivent étre effectuées
dans les conditions atmosphériques suivantes:

température: (25 £5) °C
humidité relative: comprise entre 45 % et 75 %, s'il y a lieu;
pression atmosphérique: comprise entre 86 kPa et 106 kPa (860 mbar et 1060 mbar).
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IEC 68-2-17: 1994, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Q: Sealing
IEC 68-2-20: 1979, Environmental testing — Part 2: Tests — Test T.: Soldering

IEC 68-2-21: 1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test U: Robustness of terminations
and integral mounting devices

IEC 68-2-45: 1980, Environmental testing — Part 2: Tests — Test XA and guidance: Immersion
in cleaning solvents

IEC 68-2-47: 1982, Environmental testing — Part 2: Tests — Mounting of components,
equipment and other articles for dynamic tests including shock (Ea), bump (Eb), vibration (Fc
and Fd) and steady-state acceleration (Ga) and guidance

IEC 68-2-48: 1982, Environmental testing — Part 2: Tests — Guidancg\ox K jon of the
tests of IEC Publication 68 to simulate the effects of storage

IEC 653: 1979, General considerations on ultrasonic cleaning

tempera : 15 °C to 35 °C;
relative humith 45 % to 75 %, where appropriate;

air pressure: 86 kPa to 106 kPa (860 mbar to 1060 mbar).
All electrical measurements, as well as recoveries followed by measurements, shall, however,
be carried out under the atmospheric conditions:

temperature: (25 £ 5) °C;

relative humidity: 45 % to 75 %, where appropriate;

air pressure: 86 kPa to 106 kPa (860 mbar to 1060 mbar).
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Les essais d’arbitrage doivent étre effectués dans les conditions atmosphériques suivantes:

température: (25 +1) °C

humidité relative: comprise entre 48 % et 52 %;

pression atmosphérique: comprise entre 86 kPa et 106 kPa (860 mbar et 1060 mbar).
Avant d'effectuer les mesures, les spécimens doivent étre laissés au repos jusqu’a ce que

I’équilibre de température soit atteint. La température ambiante pendant les mesures doit étre
notée dans le compte rendu d’essais.

Pendant la mesure, les spécimens ne doivent pas étre exposés aux courants d'air, a une
lumiére vive ou a d’autres causes qui pourraient provoquer une erreur.

5 Examen visuel externe et vérification des dimensions

5.1 Examen visuel externe

5.1.1 But

5.1.2 Domaine d’application
Cet essai est destiné a l'inspection

I'utilisateur. Lorsque c'est nécessaire, il
aux systemes optiques des dispositifs

5.1.3 Définition

Eclat: vide dans la matjexe d'&

5.1.4 Matériel o@
¢ capable de démontrer la conformité du dispositif aux

exigences appli clure un équipement optigue avec un grossissement
compris entre un champ relativement grand et accessible tel qu'une loupe

Examiner le dispgsitiff sous un grossissement compris entre 3x et 10x (sauf indication
contraire) et avec un“champ suffisamment grand pour contenir tout le dispositif, conformément
aux exigences de la spécification applicable et aux criteres définis en 5.1.6. Lorsque
I'adhérence de matériaux étrangers est concernée, les dispositifs peuvent étre soumis (par
aspiration ou soufflage) a un jet d'air propre filtré (ionisé s'il s'agit de dispositifs sensibles aux
décharges électrostatiques) de vitesse inférieure a 27 m/s, puis réinspecteés.

5.1.6 Criteres de défauts

Un dispositif est considéré comme défectueux s'il présente un des défauts suivants:

5.1.6.1 Conception du dispositif, identification des sorties, marquages (contenu, emplacement
et lisibilité), matériaux, construction et exécution non conformes a la spécification applicable.
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